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把技术复杂性转化为市场盈利能力

半导体IP管理 半导体协同设计 半导体确认与验证 

半导体制造配置 半导体封装仿真 半导体制造流程改进 

集成电路（IC）密度的增大和对市场领导地位的不断角逐要求半导体制造商推出更加复杂的器

件。为赢得成功，制造商必须使用由不同专业领域的设计专家组成的多个团队和复杂的项目工作

流程，以期最大限度地提高器件的差异化和团队的生产效率。因此，IC项目承担的业务风险不断

增大。 

达索系统半导体行业解决方案体验（ Silicon Thinking Industry Solution Experience ）可提供一整套IC

设计和工程性能强化组合，有助于降低项目风险，缩短产品上市进程，提升产品质量和良品率。

半导体行业解决方案体验通过以下途径实现这些优势： 

• 高效率知识产权（IP）管理和重复利用

·可管理设计收敛的图形分析

·面向所有设计团队提供最新设计数据即时访问

·从需求到确认和验证，提供端到端可跟踪能力

·封装可靠性仿真和测试

·增强型产品种类和缺陷管理

借助该解决方案组合，半导体制造商能更加快速方便地应对更高芯片复杂性、更低功耗、更快量

产速度以及更高良品率四大需求同时带来的重重挑战。 

http://www.3ds.com/industries/high-tech/silicon-thinking/


全球排名前十

五的半导体企业

中有十三家

在使用达索系统半导体

协作设计解决方案提升

设计效率 

半导体协作设计流程
实现面向复杂半导体项目的协作设计

达索系统半导体协作设计流程结合ENOVIA®  Pinpoint® 提供的深度设计分析功能和ENOVIA Synchronicity®  DesignSync®  提供的设计数据

管理功能，能提高IC设计的团队工作效率。截止目前，该流程体验已被世界各地超过120家的IC开发机构用于提高设计团队工作效

率。 

ENOVIA Synchronicity DesignSync 

ENOVIA Synchronicity DesignSync 有助于针对大型分布式项目集中化IC设计数据管理。设计数据可直接从电子设计自动化（EDA）工

具中捕获并形成层级化数据结构，进而可用于为分布式设计团队提供业经协调的访问权限。该层级化结构直接支持IP模块装配方

法，便于快速设计客户专用IC。它还有助于简化和加快将设计子元件集成到总体IC设计中的进程，从而提升设计的重利用率。 

ENOVIA Pinpoint 

可为管理人员提供仪表板和图形分析功能，用于评估和加快设计收敛。ENOVIA Pinpoint使用历史时限分析多种设计、仿真和测试数

据，可帮助用户判断项目可能与规划时间表存在差异的地方。项目经理和设计人员可使用共享视图制定联合项目管理决策。 

为帮助确保复杂的一体化设计取得成功，针对协作设计和信息系统建立合适的基础至关重要。达索系统半导体协作设计流程提供以

下功能： 

·跨大型分布式团队的扩展能力；

·支持IP重利用和变型优化；

·与多个应用平台合作，让设计人员专注设计；

·最大化信息访问能力；

·通过自动先进的分析功能和仪表板加快设计决策制定。

http://www.3ds.com/products-services/enovia/products/enovia-v6/v6-portfolio/d/collaborative-innovation/s/engineer-designer/p/synchronicity-designsync-data-manager/?cHash=fb3676611fedc30ff4f3348c5499ce4d


ENOVIA PINPOINT
 

 针对设计收敛提供先进的分析和仪表板

ENOVIA Pinpoint通过为用户的半导体设计团队提供沟通、跟踪和预测能力，推动按时交

付。目的是让设计切实可行且处于可管理范围内，同时提供设计数据视图，便于快速解决

问题，实现设计收敛。



IC设计流程的挑战

1) 随着IP模块被加入IC布局规划中，设计收敛的复杂程度呈几何级数增长。

2) 设计收敛需要平衡对功能时序、低功耗、最小布局规划、最大可制造性、

高性能（速度）和消除热点之间相互冲突的需求。

3) 需使用不同工具保证对不同规格的合规性。每种工具都会生成不同的数据

格式，在没有电子表格的情况下，难以使用一个分析图或分析图表开展比

较性分析。

4) 由于为不同工程问题提议的解决方案不同，设计收敛往往要求多重设计/

测试/评估迭代，这就会给设计完成时间造成不利影响。

每天都有IC设计流片进度计划被打乱。管理人员知道他们需要更快地评估和解决问题，但在对遗留问题了解有限的情况下，设计完成时间总是会超期一定

天数。

潜在的这些问题存在多重挑战： 导致这些问题和痛点的原因： 

1) 导致延迟和低产品质量的主要原因是IC项目复杂性、低效率设计、测试

和结果分析工具受限综合作用的结果。

2) 工程人员和团队之间的不良沟通，导致设计不能按时高质量地完成。沟

通可能受地理位置、时区、语言、文化、技能集和流程知识的制约。

3) 协作分析所需的设计工具许可证预算有限。

多样化知识 

·架构师 · 逻辑设计人员· 物理设计人员

我们如何组织来自不同源头的信

息，为不同的利益相关者提供支

持？

裸片面积

时序 

电源和信号完

整性 

位于不同地理区域的设计人员 

·圣地亚哥 · 印度 · 奥斯汀 



提炼数据和设计信息分析
在问题变得严重之前发现问题

从物理设计开始，ENOVIA Pinpoint可帮助负责设计收敛的工程人员和管理人员掌握和分析IC设计的

整个流程，并针对自身目标确定合适指标。ENOVIA Pinpoint能够搜集大量多维数据，加以分析，并

根据历史时限把它们显示在简单的可视化仪表板上，从而帮助用户查看可能偏离正轨的位置。该趋

势图有利于营造情景，提升工程人员和管理人员之间的沟通水平。 

借助ENOVIA Pinpoint，用户可以获得重要的故障排除信息，从而加快自己的设计进度并进行流片

的。数据包括时序、功耗、热量和电阻压降。所有数据都存储在用户通过链接和浏览器可以访问的

中央项目数据库中。由于统一的视图可以显示来自不同任务和专业领域的结果，用户设计团队能够

更好的沟通和协作，从而跨越设计和确认改进知识共享。 

ENOVIA PinPoint 通过多IC设

计工具提供的数据可视化推动

IC设计团队协作和决策



用于问题根源快速调查的

一体化分析

快速评估关键设计交互

交互式图形 ·交互式图形 – 交互式窗口弹出和向下钻取功能，便于快速找到根源答案

·可配置视图 – 选择和呈现对用户团队取得成功的最关键数据，迅速发现和调查异常值

·缩放和平移 – 平移和缩放布局规划图形，以站在较高层次评估问题。然后放大图形，

从事件层面放大到单元层面，进行故障排除

配置视图 缩放与平移 



确定布局规划改进 

集中评估多芯片设计因素
审核时序、路径、布局规划设计元素

·确定布局规划改进 – 覆盖带有关键路径、电压降或热点的布局规划

·总结路径数据 – 发现架构性时序瓶颈

·时序报告 –  确定具体路径延迟，有针对性地开展重新设计。然后点击通过，查看设

计布局规划中被覆盖的时序路径。

总结路径数据  时序报告 



精简

 错过最后时限…… 
因资源未同步到位或必须纠

正本可避免的问题 

过多的重复设计和放弃…… 

因提供错误数据供流片使

用，或是在无审核的情况下

进行后期变更 

设计的高成本…… 

因不能贯穿设计链发挥资

源和IP的作用 

业经验证的结果
ENOVIA Pinpoint以耗用超过75人年开发的稳定的第五代平台为基础构建，已在IC生产设计

领域应用多年。它能够处理和显示半导体物理设计数据，实现半导体项目的快速协作决

策。该工具不只是对指标进行跟踪，它能为协作项目管理提供媒介，让处于同一阶段的

全体项目成员掌握项目状况。 

除了能够改善决策的质量，ENOVIA Pinpoint还有助于聚焦重大决策问题，减少干扰，使用

客观数据自动生成状态报告，避免发生主观数据更新。换言之，ENOVIA Pinpoint 有助于

提高生产效率，节省用户工程人员在工作上耗用的时间。 

使用ENOVIA后 

使用DesignSync给协作设计带来的业务影响 平均改善率% 

43% 

46% 

74% 

44% 

20% 

25% 

生产效率提高 

设计工程时间节省 

多站点设计项目 

IP重利用 

产品和制造进度计

划 制造成本节省 

设计/产品质量 32% 



客户意见反馈
ENOVIA Pinpoint的优点在于只需轻点鼠标，就可以看到图形化的路径显示。绿点到

红点的路径代表用户需要采用的正确路径（为解决故障）。使用起来，就像“谷歌

地图”一样方便，可以缩放到单个实例，便于用户诊断具体问题。随后用户可以原

路返回缩放，映射所有的故障路径，并将其与自己的布局进行比较。

— Dwight Galbi，高通首席经理 

了解ENOVIA Pinpoint和达索系统半导体行业解决方案体验如何适用于您的IC设计流程。

敬请联系销售部，获取下列内容的定制评估和更多信息：

·项目与产品组合管理 ·半导体协作设计

·需求、跟踪能力与测试 ·半导体封装仿真

·问题、缺陷与变更管理



我们的3DEXPERIENCE平台服务于12个行业，能为各品牌应用注入强大动力，并提供丰富多样的行业解决方案体验。

作为一家为全球客户提供3DEXPERIENCE解决方案的领导者，达索系统为企业和客户提供虚拟空间以模拟可持续创新。其全球领先的解决方案改变了产品在设计、生产和技术支持上的方

式。达索系统的协作解决方案更是推动了社会创新，扩大了通过虚拟世界来改善真实世界的可能性。达索系统为140多个国家超过17万个不同行业、不同规模的客户带来价值。如欲了

解更多信息，敬请访问：www.3ds.com。 

欧洲/中东/非洲 亚太美洲

达索系统

175 Wyman Street

达索系统

10, rue Marcel Dassault

Waltham, Massachusetts CS 40501
78946 Vélizy-Villacoublay Cedex02451-1223

美国 法国
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